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Abstract : 

BE-889816 A 

The chip module and its connection wires are located inside a support, which is small w.r.t. 
the identity card, and which forms an insert in a laminated card made by moulding or pressing 
and which is bonded to the entire surface of the support. The layers forming the card pref. consist 
of thermoplastic at least in the region of the support contg. the chip; and the thermoplastics pref. 
have different softening pts. One pref. thermoplastic is polythene; but the support may be locally 
surrounded by an elastomer, esp. polyurethane. Many other polymers may be used, one card being 
made from three layers of PVC, or two PVC layers sepd. by a sheet of paper. 
The chip can contain a relatively large amt. of data. The support contg. the chip is 
securely bonded in the card. 

DE Equiv. Abstract : 

DE3029939 C 

A multi-layer identity card has an IC module which is embedded together with its connecting 
leads and contacts and the carrier element on which it is mounted, in a recess of a central layer. 
All three layers are joined to each other by the application of heat and pressure. The layers have 
different softening temps, and the layer with the lowest is directly joined to the carrier element. 
The result is that in the initial phase during the heat-up of the layers the pressure acting directly 
on the carrier element is held at a lower level than in the final phase of the assembly. 
ADVANTAGE - This protects the carrier element and the IC-module on it from local pressure 
peaks in the initial phase. (7pp) 

GB Equiv. Abstract : 

GB2081644B 

A method for producing a multi-layer identification card or similar data carrier having an IC-module 
for processing electrical signals, the IC-module with its connection leads being arranged on a separate 
carrier element that is small relative to the identification card, said method avoiding localised pressures 
in the carrier element during production of the card and comprising the steps of: providing an 
identification card assembly including an internal layer having a recess for the carrier element and at 
least one covering layer heat sealable to the internal layer; inserting the carrier element in the recess; 



before or after inserting the carrier element in the recess, establishing a buffer zone at least in the 
area of the carrier element for limiting the application of force to the carrier element; and applying 
heat and pressure to the identification card assembly to heat seal the layers together, said buffer 
zone limiting the application of force to the carrier element to avoid localised pressure on the 
carrier element.a 

US Equiv. Abstract : 

US4450024 A 

Multilayer identification card including an LC. module for processing electric signals is mfd. 
without applying localised pressures to the module. 

The module is located on a carrier in a recess in an internal layer and a buffer is established 
near the carrier to limit the force applied to the module. 

The internal layer and the assembled other layers are then heated and pressed to heat seal. (7pp)u 
US4617216 A 

Multilayer data card contg. accessible, electronically encoded data, comprises a card composite 
having an internal core layer and at least one covering layer laminated by heat and press, to one 
side of the core layer. Core layer has a recess. A carrier element having a data containing Ic-module 
member which can be accessed is received in the recess and laminated into the card composite by 
the covering layer. The carrier element is completely surrounded in the recess by a material having 
a softening point lower than that of the core layer. The material is pref. polyethylene or 
polyurethane and is used for protecting the carrier element against mechanical stresses. 
ADVANTAGE - Improves the laminating process. (4pp)f 
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Ausweiskarte mit IC-Baustein und Ver- 
fahren zu ihrer Herstellung 



Uj Ausweiskarte oder ahnlicher Datentrager mit einem 
IC-Baustein zur Verarbeitung elektrischer Signale, 
wobei der IC-Baustein zusammen mit seinen AnschluB- 
leitungen auf einem separaten, im Vergleich zur 



dadurch gekennzeichnet, daB das 
Tragerelement in einen Kartenverbund einlaminiert 

und mit der Ausweiskarte allseitig und ganzflachig 
verbunden ist. 



Patentanspriiche : 




Ausweiskarte kleinem TrSgerelement angeordnet ist. 
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Ausweiskarte nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n — 
zeichnet, daB der Schichtauf ban der Karte zu- 
mindest im Bereich des TrSgerelementes derart gewahlt 
ist, daB thermoplastische Materialien mlt unter- 
schiedlichen Erweichungspunkten iibereinander ange- 
ordnet sind. 

Ausweiskarte nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n - 
z e i chne t, daB das Tragerelement vollstcindig von 
einem thermoplastischen Material umgeben ist, dessen Erwei 
chungspunkt unter dem der ubrigen Kartenschichten liegt. 

Ausweiskarte nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, dadurch 
gekenn zeichnet, daB das thermoplastische 
Material PolySthylen ist, 

Ausweiskarte nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB der Schichtauf bau der Karte zu- 
mindest im Bereich des Tragerelements derart gewahlt 
ist, daB mindestens eine Schicht aus einem im Kalt- 
zustand gegeniiber anderen Schichten weichen und elasti- 
schen Material besteht. 

Ausweiskarte nach Anspruch 5 , dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB das Material Polyurethan ist. 

Ausweiskarte nach.e .nem der Anspriiche 1 bis 4, 
gekennzeichnet durch folgenden Schicht- 
auf bau: PVC / PVC urid/oder Papier / PVC. 

-3- 
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8. Ausweiskarte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
•gekennzeichnet durch f olgenden 

Schichtaufbau: PVC / Schmelzkleber / PVC und/oder 
Papier / Schmelzkleber / PVC. 

9. Ausweiskarte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
gekennzeichnet durch folgenden Schicht- 
aufbau: Verbundfolie aus PVC / PE,PE, Papier, PE, 
Verbundfolie aus PE / PVC. 

0. Ausweiskarte nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
gekennzeichnet durch folgenden Schicht- 
aufbau: Verbundfolie aus PETP / PE, Verbundfolie aus 
PE / PVC, PVC pder Papier, Verbundfolie aus PVC /PE, 
Verbundfolie aus PE / PETP. 

1 . Ausweiskarte nach einem oder mehreren der vorangehen 
den Anspriiche, dadurch crekennzeichnet, 
daB die das Traqereiement uberdeckenden Schichten 
zumindest teilweise lichtdurchlSssig sind. 

2. Verfahren zur Herstellung von mehrschichten Aus- 
weiskarten mit einem IC-Baustein zur Verarbeitung 
elektrischer Signale wobei der IC-Baustein zusammen 
mit seinen AnschluBleitungen auf einem separaten, 
im Vergleich zur Ausweiskarte kleinen Tragerelement 
angeordnet ist und der IC-Baustein in eine Aus- 
sparung einer mittleren Schicht eingesetzt wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schichten unter Anwendung von W&rme und Druck 
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ganzflachig miteinander verbunden werden und daB 
wahrend der Erwarmungsphase der Ausweiskarten-Schich- 
ten der Kaschierdruck zumindest im Bereich des Trager- 
elements geringer gehalten wird als in der Endphase 
der Kaschierung. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, daB zumindest im Bereich des TrSger- 
elements eine Oder mehrere Pufferzonen vorgesehen 
werden, durch die der voile Kaschierdruck vor der 
Erweichungsphase der Schichten vom Tragerelement 
ferngehalten wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Pufferzone durch einen Hohl- 
raum zwischen dem Tragerelement und der Deckfolie 
gebildet wird. 

♦ 

5. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch g e k e n n 
zeichnet, daB die Pufferzone durch eine Schicht 
mit gegeniiber den Deckschichten niedrigerem Erweichungs- 
punkt gebildet wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g *e k e n n - 
zeichnet, daB die Puf f erzone (n) durch eine 
wenigstens teilweise Ummantelung des Tragerelements 
gebildet wird, deren Erweichungspunkt geringer ist 
als der der ubrigen Kartenschichten. 

7. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Pufferzone 
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durch eine elastische Beschichtung der Kaschier- 
platten gebildet wird. 

1 8. Verf ahren nach einem der Anspruchc 13, 15 oder 16, 
dadurch gekennz ei c h n e t, daB eine 
als Pufferzone wirkende Schicht oder Ummantelung 
des Tragerelements aus einem Material besteht, 
das gegenliber den anderen Kartenschichten im 
Kaltzustand weich und elastisch ist. 

19. Verf ahren nach Anspruch 12, dadurch g e k e n n - 
zeichne t, daB die Kaschiervorrichtung in Ah- 
hSngigkeit von der Temperatur gesteuert wird. 

20. Verahren nach Anspruch 19, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, daB die Kartenschichten zunMchst 
bis zum Erweichungspunkt der dem Tragerelement 
benachbarten Schichten erwMrmt und anschlieBend 
zusammengepreBt warden. 
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Die Brfindung betrifft eine Ausweiskarte oder einen 
ahnlich^n Datentrager mit einem IC-Baustein zur Ver- 
arbeitung elektrischer Signale, wobei der IC-Baustein 
zusammen mit seinen AnschluBleitungen auf eineiu im 
5 Vergleich zur Ausweiskarte kleinen separaten Trager- 
element angeordnet ist. Die Erfindung betrifft weiter- 
hin ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Aus- 
weiskarte. 

0 Ausweiskarten mit eingelagertem IC-Baustein sind seit 
langerer Zeit bekannt. So ist beispielsweise in der 
DE-OS 26 59 573 ein IC-Baustein beschrieben, bei dem 
alle AnschluBleitungen auf einer separaten, aus steifem 
Material bestehenden Tragerplatte angeordnet sind. Die 
5 Tragerplatte wird in eine entsprechend vorbereitete Aus- 
sparung der Karte eingeklebt oder an ihren Randern durch 
ein Hochf requenz-SchweiBverfahren mit der Karte ver- 
bunden. Diese Verfahren belasten die Anordnung sowohl 
thermisch als auch mechanisch in nur geringem MaBe, 
sind aber beziiglich der Kartenproduktion aufwendig, da 
mehrere und zum Teil technologisch komplizierte Ver- 
fahrensschritte zur Herstellung der Ausweiskarte durch- 
zufuhren sind. Der Einbau des Tragerelements ist bei 
dieser bekannten Ausweiskarte im sogenannten Pragebe- 
reich vorgesehen, so daB diese Karten den ublichen 
Normen, die den Pragebereich ausschlieBlich fur Pra- 

* 

gungen vorsehen, nicht geniigen. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht deshalb darin # eine 
Ausweiskarte mit einem IC-Baustein vorzuschlagen, die 
die genannten Nachteile vermeidet und die mit erheb- 
lich vermindertem Auf wand gefertigt werden kann. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, 
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daB das Trager element in einen Kartenverbund laminiert 
und mit der Ausweiskarte allseitig und ganzflachig 
verbunden ist. Das Herstellungsverf ahren zeichnet sich 
dadurch aus, daB wahrend der Erwarmungsphase der Aus- 
5 weiskarten-Schichten der Kaschierdruck zumindest 

im Bereich des Tragerelements geringer gehalten wird 
als in der Endphase der Kaschierung. 

Die Erfindung nutzt die seit lingerer Zeit bekannte 
10 und in der Praxis bewahrte HeiBkaschiertechnik, um in 
einem einzigen Arbeitsgang wShrend der Verschmelzung 
der einzelnen Kartenschichten das mit der IOAnordnung 
und den AnschluBleitern versehene TrSgerelement in den 
Kartenverbund einzubringen* 

15 

Die Verarbeitung eines separaten und von der AK- 
Herstellung unabhangig gefertigten TrSgerelements zur 
Herstellung von IC-Ausweiskarten unter Anwendung der 
sogenannten HeiBkaschiertechnik erweist sich dabei als 
20 besonders vorteilhaft. 

Das Tragerelement, das neben dem integrierten Schalt- 
kreis auch s&mtliche AnschluBleitungen tragt, ist 
besonders geeignet, mechanischen Belastungen standzu- 
25 halten. Das gilt vor allem fur die Belastungen, denen die 
Ausweiskarte in ihrem taglichen Gebrauch ausgesetzt 
ist. 

Die Anwendung einer in der Praxis seit langem erprobten 
30 Kaschiertechnik bietet die Moglichkeit der rationellen 
Herstellung der Karten, 



Jm Obrigen zeichnen sich heiBkaschierte Ausweiskarten 
durch ein hervorragendes Erscheinungsbild aus, was unter 
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anderem durch die glatten und hochtransparenten Deck- 
schichten der Karte bedingt ist. Daneben sind heiB- 
kaschierte Ausweiskarten sehr f Slschungssicher, well 
diese Technik ein hohes MaB an praktischen Erfahrungen 
5 erfordert und weil die einzelnen Schichten einer 

heiflkaschierten Ausweiskarte nur unter Zerstorung der 
Karte wieder voneinander trennbar sind. 

Es sind schon Ausweiskarten mit integriertem Schalt- 
0 kreis bekannt geworden, die bei der Herstellung der 

Karten die Anwendung von WSrme b2w. von Warme und Druck 
erwahnen (DE-OS 22 20 721, DE-OS 26 33 164). In den 
Verof fentlichungeh geht man im Gegensatz zur Erfindung 
jedoch von einem vollkommen anderen Grundaufbau der 
5 IC-Karte aus. Das Leiternetz des integrierten Schalt- 

kreises ist groBflachig auf einer mittleren Kartenschicht 
angeordnet. Bei diesen Anordnungen sind die Verbindungs- 
punkte zwischen Leiternetz und IC-Anordnung sowohl 
wahrend der Herstellung der Karte als auch wahrend 
ihrer Handhabung stark gefahrdet. 

• 

Die Vorverof f ent lichungen , die die Ausweiskarten-Her- 
stellung nur am Rande erwahnen, sind beziiglich der 
Ausweiskarten-Technologie nicht an der Praxis orientiert. 
Die Herstellungsverf ahren sind aus der herkommlichen 
Ausweiskarten-Herstellung libernoromen, ohne die spezifi- 
schen Probleme zu beriicksichtigen, die sich beim Einbau 
von IC-Bausteinen einschlieBlich der AnschluBleitungen 
in Ausweiskarten ergeben. 

Im Gegensatz dazu wird in der DE-OS- 26 59 573 den in 
der Praxis bei der IC-Ausweiskarten-Herstellung und 
-Handhabung auftretenden Problemen erstmals Rechnung 
getragen. In ihr wird darauf hingewiesen, dafl die 
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Herstellung in einem HeiBkaschierverfahren nicht moglich 
ist, da insbesondere durch die thermische Belastung die 
IC-Anordnung zu stark gefahrdet wird. Zur Umgehung der 
daraus entstehenden Schwierigkeiten wird deshalb ein anderer, 
wesentlich aufwendigerer und f ertigungsunf reundlicherer Weg 
der Kartenherstellung beschritten. Obwohl die in der DE-OS 
26 59 573 gegen das HeiBkaschierverfahren vorgebrachten 
Argumente durch eine Vielzahl von Versuchen erhartet werden 
konnten, zeigte sich, daB die Herstellung von IC-Ausweiskarten 
in sogenannter HeiBkaschiertechnik dennoch mSglich ist, wenn 
zum Schutz des IC-Bausteins und seiner AnschluBleitungen 
besondere Vorkehrungen getroffen werden. Es hat sich auBer- 
dem gezeigt, daB neben der thermischen Belastung die wahrend 
des Kaschiervorgangs auftretende hohe mechanische Belastung 
die IC-Anordnung im gleichen MaB gefahrden kann, vor allem, 
wenn im Bereich der Anordnung Srtliche Druckspitzen auf- 
treten. Derartige Belastungen kSnnen das SiliziumplSttchen 
zerbrechen bzw. die Verbindungsstellen des Kristalls mit 
den AnschluBleitungen, die aufgrund der WSrmeeinwirkung 
ohnehin gefahrdet sind, zerstoren. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht im wesentlichen darin, 
daB das Tragerelement erst nach Erweichen einer oder mehrerer 
Schichten des Kartenverbundes mit dem vollen Kaschierdruck 
belastet wird. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
daB in dem noch nicht laminierten Kartenverbund oder der 
Kaschiervorrichtung Pufferzonen vorgesehen sind, durch die 
der voile Kaschierdruck in der Anfangsphase vom TrSgerele- 
ment ferngehalten wird. Eine weitere Moglichkeit ergibt 
sich durch die Steuerung des Kaschierdrucks in Abhangigkeit 
von der Temperatur bzw. dem Erweichungsgrad der Ausweiskarten- 
Schichten. Das Auftreten von Srtlichen Druckspitzen ist 
nicht mSglich, da durch die erf indungsgemaBen Ausfiihrungen 
der voile Kaschierdruck stets groBf lachig fiber das bereits 
erweichte oder im Kaltzustand elastisch verformbare 
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und das Tragerelement umgebende Material 
liber tragen wird. 

Vorteilhafte Weiterb.ildungen der Erfindung sind Gegen- 
5 stand von Unteranspriichen. Nachfolgend werden Ausfuhrungs 
. beispiele der Erfindung anhand der beigefiigten Zeichnung 
nSher beschrieben. Darin zeigen: 

Pig. 1 die Draufsicht auf eine Ausweiskarte mit 

10 eingelagertem integrierten Baustein, 

Fig. 2a, b eine erste Ausfuhrungs form des Kartenauf- 

baus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt/ 

15 Fig. 3a, b eine zweite Ausfuhrungs form des Karten- 

aufbaus vor und nach dem Kaschieren im 
Schnitt , 

» 

Fig. 4a, b eine dritte Ausfuhrungs form des Kartenauf- 
20 baus vor und nach dem Kaschieren im 

Schnitt/ und 

Fig. 5a , b eine vierte Ausf uhrungsf orm des Kartenauf- 

baus vor und nach dem Kaschieren im Schnitt. 

25 

Die Fig. 1 zeigt eine Ausweiskarte 1 mit einem einge- 
lagerten IC-Baustein 5. Der IC-Baustein selbst ist in 
einem Tragerelement 6 untergebracht, das in dem ge- 
zeigten Ausf uhrungsbei spiel scheibenf ormig ausgebil- 
30 det ist. Zur Kontaktabnahme sind die Kontaktf lachen 7 
vorgesehen. 

Das Tragerelement 6 wird unabhangig von der Kartenher- 
stellung produziert. Der Aufbau des Tragerelementes , 
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die Art der verwendeten Materialien, die Anordnung 
und Ausbildung der Kontakte konnen abhangig vom Her- 
stellungsaufwand sowie vom Einsatzbereich der Elemente 
in der fertigen Ausweiskarte stark variieren. 

* * 

Die in der Fig. 1 gezeigte Ausweiskarte entspricht 
in ihren AbrnaBen, sowie in der Anordnung weiterer Funktions- 
bereiche der ISO-Norm. Danach befindet sich der Magnet- 
streifen 15 auf der Ruckseite der Karte, wie auch in den 
Fig. 2a, b gezeigt. 

Fur maschinenlesbare und nicht maschinenlesbare ge- 
pragte Daten sind die Felder 9 bzw. 10 vorgesehen. 

Die Fig. 1 zeigt eine vorteilhafte Anordnung des Tragerele- 
ments 6 auBerhalb der Pragef elder 9 bzw. 10 in einem 
belastungsarmen Bereich der Karte. 

Die nachfolgend beschriebenen Ausf uhrungsformen zeigen 
beispielhaft aufgrund welcher MaBnahmen ortliche Druck- 
spitzen vom Tragerelement ferngehalten werden, obwohl 
der gesamte Kartenverbund, einschlieBlich des Bereichs, 
in dem das Tragerelement angeordnet ist f zumindest in 
der Endphase des Kaschierprozesses mit dem vollen 
Kaschierdruck belastet wird. 

Es ist damit moglich, auch Ausweiskarten mit Integrier- 
tem Schaltkreis in der QualitSt herkomralicher heiB- 
kaschierter Karten herzustellen ohne den Schaltkreis 
mit seinen AnschluBleitungen zu gefahrden. 

Die Fig. 2a und 2b zeigen ein erstes Ausf uhrungsbei- 
spiel der Erfindung vor und nach dem KaschierprozeB . Die 
Proportionen der Einzelelemente der Karte sind in diesem 
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und den nachfolgenden Ausf uhrungsbeispielen des besseren 
Verstandnisses wegen nicht imraer maBstabsgetreu dar- 
gestellt. 

♦Der einfache, in einem Schnitt dargestellte Kartenver- 
bund besteht aus einem gegebenenfalls mehrschichtigen 
und bedruckten Kartenkern oder Karteninlett 1 1 und 
den Deckfolien 12 und 13. Kartenkern und Deckfolien 
kfinnen aus PVC (Polyvenylchlorid) bestehen. Als Karten- 
inlett kann auch Papier verwendet werden. Zur Aufnahme 
des Tragerelements 6 ist das Karteninlett mit einer eng 
angepaBten Aussparung versehen. Die Dicke des Karten- 
inletts 1 1 ist relativ zur Dicke des TrSger elements 6 
so gewahl.t r daB sich bei dem unkaschierten Kartenver- 
bund zwistrhen der Oberf lache des Tragerelements und der 
Deckfolie 12 ein Hohlraum 14 ergibt. 

Aufgrund der durch den Hohlraum 14 gebildeten Pufferzone 
wird das Tragerelement in der Anfangsphase des Kaschier- 
prozesses nur geringfiigig belastet. Im weiteren Ver- 
lauf des Kaschiervorgangs wird der Kartenverbund all- 
mahlich aufgeheizt, so daB die PVC-Schichten erweichen. 
In der Erweichungsphase der Schichten verschwindet der 
Hohlraum 14 und der gesamte Kaschierdruck wird nun auch 
im Bereich des Tragerelements 6 wirksairw In dieser Phase 
bilden die erweichten Schichten ein Polster, das ort- 
liche Druckspitzen vom TrMgerelement fernhSlt* 

Wie man an dem kaschierten Kartenverbund sieht {Fig. 2b) 
wird das Tragerelement 6 allseitig und ganzflachig 
mit der Ausweiskarte 1 verbunden; d. h. einlaminiert. 
Dabei wird ein u. U. vorgesehener Magnetstreif en 15 
derart in das Folienmaterial eingebettet, daB sich 
eine glatte OberflSche auch im Bereich des Magnet- 
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streifens ergibt. 

Die Kontakte oder Koppelungselemente 7 sind in dem 
Ausfiihrungsbeispiel durch die Folie 12 abgedeckt. Diese 

5 Ausfuhrungsform ist daher ftir eine beruhrungslose 

Kontaktabnahme (beispielsweise kapazitiv oder optisch) 
geeignet. Wird die Energieubertragung auf optischem 
Weg vorgenommen, ist die Deckfolie 12 im Bereich 
der Koppelungselemente 7 entsprechend der verwendeten 

0 Lichtart durchlassig zu gestalten. Bei der Verwendung 
von IR-Licht kann die Deckfolie im Bereich der Trager- 
elemente geschwarzt sein, womit gleichzeitig Storlicht 
von der IC-Anordnung ferngehalten wird. 

5 Grundsatzlich kann eine Kontaktabnahme auch beriihrend 
durchgefuhrt werden, wenn man z. B. die Deckschicht 12 
zur Kontaktierung mit geeigneten Kontaktelementen 
durchsticht. 

Die Fig. 3a und 3b zeigen eine zweite Ausf iihrungsf orm 
der Erfindung bei der eine oder mehrere Pufferzonen 
durch Zwischenschichten im Kartenverbund beispielsweise 
durch einen sogenannten Kaschierkleber gebildet werden. 
Dazu beschichtet man vor dem Kaschiervorgang die Deck- 
folien 12 und 13 mit dem Kaschierkleber 17 (Fig. 3a). 

Zu diesem Zweck geeignete Kleber (z. B. Polyurethan-HeiB- 
schmelzkleber) sollen bei Normaltemperatur elastisch 
sein und eine Erwei chungstemperatur aufweisen, die unter 
der Erweichungstemperatur der fiir den Kartenverbund 
gewahlten Deckschichten liegt. 

■ 

Bei der genannten Ausf uhrungsform wird die Aussparung 
des Kartenkerns 11 mit einem Durchmesser gestanzt, der 
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groBer ist als der Durchraesser des TrSgerelements 6 
Aufgrund des sen ergibt sich - neben dem schon in der 
Fig. 2a gezeigten Hohlraum 14 - rings um das Tragerele- 
ment 6 ein freier Spalt 18. Die Aussparung braucht 
5 in diesem Fall nicht in so engen Toleranzen an das 
Trager element angepaBt zu werden, wie bei der in Fig. 
2a gezeigten Anordnung. 

Auch bei dem in der Fig. 3a gezeigten Kartenaufbau 
0 wird das TrSgerelement in der Anfangsphase des Kaschier- 
prozesses nahezu nicht belastet. Sobald die Kaschier- 
temperatur die Erweichungstemperatur des Klebers 17 
erreicht und schliefllich tibersteigt, flieBt der Kaschier- 
kleber 17 in die vorhandenen Hohlraume 14 und 18 und 
5 bildet dabei eine homogene Ummantelung des Trager- 
elements 6 . 

Das so vor ortlichen Druckspitzen geschutzte Tragerele- 
ment kann nun den vollen Kaschierdruck flachig aufnehmen 
land an die Umgebung liber tra gen. Inzwischen haben auch 
die Deckschichten die Erweichungstemperatur erreicht, so 
daB sich schlieBlich ein inniger Verbund aller Schichten 
untereinander und mit dem allseitig eingeschlossenen 
Trager element ergibt. 

Bei der f ertig kaschierten Ausweiskarte (Fig. 3b) ist 
das TrSgerelement 6 von dem im Kaltzustand elastischen 
Kleber 17 umgeben, der die im t&glichen Gebrauch der 
Karte auftretenden mechanischen Belastungen weitgehend 
vom Tragerelement fernhalt. 

Polyurethan kann als Schmelzkleber aber auch in Form 
einer Schmelzkleberf olie im Kartenverbund verarbeitet 
wetden. Verwendet man im Kartenverbund eine sehr weiche 
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Polyurethan Schmelzkleberf olie (z. B. Platilon U02) 
dann ist es m6glich, die Dicke der einzelnen Karten- 
schichten relativ zur Dicke des Tragerelements in den 
Toleranzen so zu wShlen, daB der Hohlraum 14 sehr klein 

5 ward oder unter Umstanden ganz verschwindet . Eine sehr 
weiche Schmelzkleberf olie ist in der Lage, auch im 
Kaltzustand des Kartenverbundes, ortliche Druckspitzen 
in gewissem Umfang aufzunehmen. Mit dem Erweichen der 
Folie lauft dann der Kaschiervorgang wie oben geschil- 

0 dert ab. 

In den Fig. 4a und 4b ist ein drittes Ausf iihrungsbei- 
spiel eines erf indungsgemSBen Kartenaufbaus gezeigt, 
bei dem die Pufferzonen unter anderem unter Verwendung 
5 von Verbundfolien gebildet werden. 

Die in der Fig. 4a dargestellte Anordnung zeigt den 
Au^bau der Kartenschichten vor der Kaschierung. 

0 Der mehrschichtige Kartenkern besteht aus einer Papier- 
schicht 23 und den beidseitig dieser Schicht angeordneten 
Folien 22 und 24. Letztere bestehen aus dem thermoplasti- 
schen Werkstof f Polyathylen (PE) . PE kann abhangig von 
der Dichte beziiglich seiner mechanischen und thermischen 

5 Eigenschaften innerhalb weiter Bereiche variiert werden. 
PE geringer Dichte ist im Gegensatz zu PVC relativ 
weich bei hohem plastischen Def ormierungsvermogen und 
niedrigem Erweichungspunkt. 

) In den erweiterten Kartenkern wird abhangig vom Durch- 
messer des Tragerelements eine Aussparung gestanzt, die 
rund urn das Tragere lenient einen freien Spalt ISBt. 
Die Dicke der einzelnen Schichten des Kartenkerns wird 
relativ zur Dicke des Tragerelements so gewShlt, daB 
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auch zwischen dem TrSgerelement und den sich anschlies- 
senden Deckschichten 21 und 22 ein Hohlraum 29 bleibt. 
Die Deckschichten 20 und 21 und 25 und 26 bestehen 
aus Polyathylen-beschichteten Polyvinylchlorid-Folien, 
5 die als Verbundfolien verarbeitet werden. Die obere 
Deckschicht 20, 21 ist zur Durchfuhrung der Kontakte 

30 des Tragerelements mit geeigneten Aussparungen 

31 versehen. 

0 Im Kaltzustand wird das Trager element aufgrund des ge- 
wahlten Schichtaufbaus durch den Druck der Kaschier- 
platte nur unwesentlich belastet. Im Laufe des Kaschier- 
prozesses komraen zunachst die PE-Schichten in die 
FlieAphase, so daB die vorhandenen Hohlraume 28, 29 
5 mit dem PE-Material ausgefiillt werden. Die Ummantelung 
schiitzt das Tragerelement bei dem in* der Endphase des 
Kaschierens notwendigen hohen Druck vor ortlichen 
Druckspitzen und bietet auBerdem im taglichen Gebrauch 
der Karte eine gute SchutzmaBnahme gegen mechanische 
• Verf ormungen. 

Bei der in Fig, 4b gezeigten Ausf iihrungsform einer IC- 
Ausweiskarte sind die Kontakte des Tragerelements an 
die Oberflache der Deckschicht gefuhrt, so daB in 
diesem Fall eine beriihrende Kontaktabnahme moglich ist. 

In den Fig. 5a bzw. 5b ist ein viertes Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung gezeigt, bei dem zur Bildung 
der' Puf ferzonen ausschlieBlich sogenannte Verbundfolien 
verwendet werden. 

Die in diesem Beispiel als Deckschichten vorgesehenen 
. Verbundfolien sind Polyesterfolien (PETP) 32, bzw. 40, 
die mit Polyathylen (PE) 33, bzw. 39 beschichtet sind. 
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Die sich symmetrisch anschlieBenden zweiten Verbund- 
folien bestehen aus PE 34 , 38 und PVC 35, 37. Der 
eingentliche Kartenkern 36 kann aufgrund dieses spe- 
ziellen Kartenauf baus wahlweise aus PVC oder aus Papier 
5 bestehen. 

Die Fig. 5b zeigt die Ausweiskarte nach dem Kaschier- 
vorgang, der wie im Zusammenhang mit den Fig. 4a, 4b 
erlautert ablaufen kann. Wie erwahnt, bestehen die 
0 Deckfolien der letztgenannten Ausweiskarte aus einem 
speziellen Polyester. 

• PETP (PolySthylenglykolterephthalat) ist ein thermo- 

plastischer Polyester mit sehr hoher Festigkeit f hoher 
5 Abriebfestigkeit, geringer Schrumpfneigung und hohem 
Erweichungspunkt. Diese Folien sind sbmit fur Ausweis- 
karten, die im tMglichen Gebrauch hohen Belastungen aus- 
gesetzt sind, besonders gut geeignet. 

Da die verwendeten Polyesterf olien beispielsweise im 
Gegensatz zu PVC-Folien nur eine geringe Schrumpf- 
neigung zeigen, ist es moglich, den Kartenverbund zu- 
nMchst ohne Anwendung von Druck zu erwMrmen bis die PE- 
Schichten in die FlieBphase ubergehen. Der so erweichte 
Kartenverbund wird anschlieBend unter Druck zusammen- 
gepreBt. So kann z. B. bei der sogenannten Rollenka- 
schierung das Zusammenpressen der zuvor in einer W^rme- 
station erweichten Kartenschichten mit Hilfe zweier 
Walzen durchgefiihrt werden. 

Bei den vorstehend beschriebenen Ausf iihrungsbeispielen 
sind zum Schutz des Tragerelements im Schichtaufbau des 
Kartenverbundes Pufferzonen vorgesehen. 
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Daneben 1st es selbstverstandlich auch m6glich, das 
Tragerelement selbst - vor der Kaschierung - ganz- 
flachig oder partiell mit einer Pufferzone zu versehen. 
Brauchbare Materialien, deren Eigenschaf ten sowie 
5 deren Verhalten wShrend des Kaschierprozesses sind im 
Zusanunenhang mit der Beschreibung der Fig. 3a und 3b 
erwahnt worden. Fur eine ganzflMchige Ummantelung kSnnte 
das Tragerelement in ein geeignetes Harz getaucht werden. 

* 

0 Besteht das Tragerelement selbst aus steifem Material , 
kann eine partielle Beschichtung des Elements beispiels- 
weise durch Abdeckung der Kontaktseite mit einer Schmelz- 
kleberfolie als Pufferzone vorgesehen werden. 

5 Eine weitere Moglichkeit, das Tragerelement wahrend der 
Kaschierung vor ortlichen Druckspitzen zu schutzen, 
besteht darin, daB man die Kaschierplatten zumindest 
im Bereich des TrSger elements mit einem weichen, flexiblen 
Material beschichtet. Dazu eignet sich beispielsweise 

0 Silikongummi* 

SchlieBlich ist es auch moglich, das Tragerelement beim 

9 

Einbau in Ausweiskarten gegen punktuelle mechanische 
Belastungen zu schutzen, wenn der Kaschierdruck in Ab- 
5 hangigkeit von der Temper atur geregelt wird. Dabei ist- 
die Schrumpfneigung der jeweils verwendeten Folienart 
zu berucksichtigen, die mit der Temperatur steigt. 

Man wird also den Kaschierdruck abhangig. von der Temper a- 
3 tur derart erhtfhen, daB die beteiligten Folien sich 
nicht ver Ziehen, andererseits aber das Tragerelement 
in der Endphase des Kaschierprozesses, nachdem die 
Kartenschichten erweicht sind, mit dem vollen Kaschier- 
druck belastet wird. Mit dem Verfahren der Steuerung des 
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Kaschierdrucks in AbhMngigkeit von der Temperatur 
lassen sich Integrierte Schaltkreise gefahrlos in Aus- 
weiskarten einbetten, ohne zusatzliche SchutzmaBnahmen 
vorsehen zu mtissen. 

Andererseits kann es sich fur bestimmte Anwendungsf Slle, 
beispielsweise bei der Verarbeitung von Folien mit hoher 
Schrumpfneigung als vorteilhaft erweisen, wenn das Ver- 
fahren der Steueruhg des Kaschierdrucks mit einer oder 
mehreren der oben genannten SchutzmaBnahmen kombiniert 
wird. 
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